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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パッケージ本体と、パッケージ本体に設けられる一対の電極と、一対の電極間に互いに
順方向に並列接続された状態でパッケージ本体に実装される複数のＬＥＤチップと、一対
の電極間において各ＬＥＤチップに個別に直列接続される電流調整部とを備え、電流調整
部は、各ＬＥＤチップに流れる電流値が互いに略等しい値となるように各々の抵抗値が設
定されてなり、電流調整部は、片方の電極とＬＥＤチップとの間に直列接続された複数の
抵抗からなる直列回路と、該直列回路において短絡する抵抗を選択することによって抵抗
値を調整する抵抗値調整手段とを備え、複数の抵抗は、パッケージ本体の厚み方向におい
て異なる位置に位置するようにパッケージ本体に埋設され、各抵抗の端子部は、パッケー
ジ本体に露設されていることを特徴とする発光装置。
【請求項２】
　パッケージ本体と、パッケージ本体に設けられる一対の電極と、一対の電極間に互いに
順方向に並列接続された状態でパッケージ本体に実装される複数のＬＥＤチップと、一対
の電極間において各ＬＥＤチップに個別に直列接続される電流調整部とを備え、電流調整
部は、各ＬＥＤチップに流れる電流値が互いに略等しい値となるように各々の抵抗値が設
定されてなり、電流調整部は、直列接続された複数の抵抗からなり片方の電極とＬＥＤチ
ップとのいずれか一方に一端が接続された直列回路と、複数の抵抗の中から残る他方を接
続する抵抗を選択することによって抵抗値を調整する抵抗値調整手段とを備え、複数の抵
抗は、パッケージ本体の厚み方向において異なる位置に位置するようにパッケージ本体に
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埋設され、各抵抗の端子部は、パッケージ本体に露設されていることを特徴とする発光装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤチップを光源として用いる発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、ＬＥＤチップを光源として用いる発光装置が提供されており、特にＬＥＤチ
ップと、ＬＥＤチップから放射された光によって励起されてＬＥＤチップとは異なる発光
色の光を放射する波長変換材料としての蛍光体（蛍光顔料、蛍光染料等）とを組み合わせ
てＬＥＤチップの発光色とは異なる色合いの光を出す発光装置の研究開発が各所で行われ
ている。近年では、窒化ガリウム（ＧａＮ）系化合物半導体によって、青色光或いは紫外
光を放射するＬＥＤチップの開発が進んでおり、青色光或いは紫外光を放射するＬＥＤチ
ップと蛍光体とを組み合わせて白色の光（白色光の発光スペクトル）を得る白色発光装置
（一般的に白色ＬＥＤと呼ばれている）の商品化がなされている。
【０００３】
　この種の発光装置としては、例えば、図７（ａ），（ｂ）に示すように、ＬＥＤチップ
収納用の凹部１００ａを有する略直方体状のパッケージ本体１００と、パッケージ本体１
００の外面に設けられる一対の電極１０１ａ，１０１ｂと、一対の電極１０１ａ，１０１
ｂ間に接続された状態で凹部１００ａの底面に実装されるＬＥＤチップ１０２とを備えた
ものが提供されており、必要に応じてＬＥＤチップ１０２から放射される光を異なる発光
色の光に変換する蛍光体（図示せず）が設けられる。
【０００４】
　このようなＬＥＤチップを光源として用いる発光装置は、小型、軽量、省電力等といっ
た長所があり、現在、表示用光源や、小型電球の代替光源、液晶パネル用光源等の照明用
途に広く用いられている。ここで、このような発光装置を照明等のように比較的大きな光
出力を必要とする用途に用いる場合、１つの発光装置では所望の光出力を得ることができ
ないことが多いため、複数個の発光装置を１枚の回路基板上に搭載することでＬＥＤユニ
ットを構成して、ＬＥＤユニット全体で所望の光出力を確保するようにしているのが一般
的である。
【０００５】
　しかしながら、図７（ａ），（ｂ）に示すような発光装置を１枚の回路基板上に複数個
搭載すると、当然ながら、発光装置の数に応じて回路基板が大型化してしまい、この点が
ＬＥＤユニットの小型化の妨げとなっていた。
【０００６】
　かかる問題を解決するために、発光装置のパッケージ本体にＬＥＤチップを高密度に実
装することで発光装置１つ当たりの光出力を向上させることが行われており（例えば、特
許文献１）、このような発光装置としては、図８（ａ），（ｂ）に示すように、ＬＥＤチ
ップ収納用の凹部２００ａを有する略直方体状のパッケージ本体２００と、パッケージ本
体２００の外面に設けられる一対の電極２０１ａ，２０１ｂと、一対の電極２０１ａ，２
０１ｂ間に互いに順方向に並列接続された状態で凹部２００ａの底面に実装される２つの
ＬＥＤチップ２０２ａ，２０２ｂとを備えるものがある。
【特許文献１】特開２００３－８０８３号公報（第１８図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、複数のＬＥＤチップを用いる際に、複数のＬＥＤチップを直列接続すると、
ＬＥＤチップを発光させるために必要な電圧が非常に高くなってしまうので、複数のＬＥ
Ｄチップは、互いに並列接続することが好ましい。
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【０００８】
　しかしながら、ＬＥＤチップは、製品毎に電気特性のばらつき（順方向電圧のばらつき
）があるため、複数のＬＥＤチップを並列接続した場合には、ＬＥＤチップ毎に流れる電
流が異なってしまい、これによって各ＬＥＤチップ毎に輝度がばらついて、均一な光を放
射することができない、つまりは均斉度が悪くなるという問題があった。
【０００９】
　これに対して、図７（ａ），（ｂ）に示す発光装置のように、１つのパッケージ本体１
００にＬＥＤチップ１０２を１つ備えるものであれば、回路基板に各発光装置にそれぞれ
対応する電流調整手段を実装することによって、光出力は低いものの上記の問題は解決で
きていた。
【００１０】
　一方、図８（ａ），（ｂ）に示す発光装置のように、１つのパッケージ本体２００に互
いに並列接続されたＬＥＤチップ２０２ａ，２０２ｂを備えるものであれば、回路基板に
電流調整手段を設けたところで、パッケージ本体２００内のＬＥＤチップ２０２ａ，２０
２ｂに流れる電流を等しくすることはできず、光出力は高いものの上記の問題を解決する
ことはできなかった。
【００１１】
　つまり、従来の発光装置では、光出力の向上と、均斉度の向上との両立を図ることがで
きなかった。
【００１２】
　本発明は上述の点に鑑みて為されたもので、その目的は、光出力及び均斉度を向上でき
る発光装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の課題を解決するために、請求項１の発光装置の発明では、パッケージ本体と、パ
ッケージ本体に設けられる一対の電極と、一対の電極間に互いに順方向に並列接続された
状態でパッケージ本体に実装される複数のＬＥＤチップと、一対の電極間において各ＬＥ
Ｄチップに個別に直列接続される電流調整部とを備え、電流調整部は、各ＬＥＤチップに
流れる電流値が互いに略等しい値となるように各々の抵抗値が設定されてなり、電流調整
部は、片方の電極とＬＥＤチップとの間に直列接続された複数の抵抗からなる直列回路と
、該直列回路において短絡する抵抗を選択することによって抵抗値を調整する抵抗値調整
手段とを備え、複数の抵抗は、パッケージ本体の厚み方向において異なる位置に位置する
ようにパッケージ本体に埋設され、各抵抗の端子部は、パッケージ本体に露設されている
ことを特徴とする。
【００１５】
　請求項２の発光装置の発明では、パッケージ本体と、パッケージ本体に設けられる一対
の電極と、一対の電極間に互いに順方向に並列接続された状態でパッケージ本体に実装さ
れる複数のＬＥＤチップと、一対の電極間において各ＬＥＤチップに個別に直列接続され
る電流調整部とを備え、電流調整部は、各ＬＥＤチップに流れる電流値が互いに略等しい
値となるように各々の抵抗値が設定されてなり、電流調整部は、直列接続された複数の抵
抗からなり片方の電極とＬＥＤチップとのいずれか一方に一端が接続された直列回路と、
複数の抵抗の中から残る他方を接続する抵抗を選択することによって抵抗値を調整する抵
抗値調整手段とを備え、複数の抵抗は、パッケージ本体の厚み方向において異なる位置に
位置するようにパッケージ本体に埋設され、各抵抗の端子部は、パッケージ本体に露設さ
れていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　請求項１，２の発光装置の発明は、一対の電極間に互いに順方向に並列接続された状態
で複数のＬＥＤチップがパッケージ本体に実装されているので、発光装置を点灯させるの
に必要な電圧を低くしながらも、光出力を向上できるという効果を奏する。しかも、電流
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調整部によって、各ＬＥＤチップに流れる電流値が互いに略等しい値となるようにしてい
るので、各ＬＥＤチップの電流及び温度が安定し、これにより各ＬＥＤチップの輝度が略
等しくなって均斉度を向上できるという効果を奏する。
【００２２】
　また、請求項１，２の発光装置の発明は、各ＬＥＤチップに流れる電流の調整を容易に
行うことができるという効果を奏する。
【００２３】
　また、請求項１，２の発光装置の発明は、発光装置の実装密度の向上（小型化）を図る
ことができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下に、本発明の実施形態について図１～図６を参照して説明する。
【００２７】
　（実施形態１）
　本実施形態の発光装置１は、図１（ｂ）に示すように、ＬＥＤチップ収納用の凹部２ａ
を有するパッケージ本体２と、パッケージ本体２の外面に設けられる一対の外部電極３ａ
，３ｂと、一対の外部電極３ａ，３ｂ間に互いに順方向に並列接続された状態で凹部２ａ
の底面に実装される複数（本実施形態では２つ）のＬＥＤチップ４ａ，４ｂと、片方の外
部電極３ａとＬＥＤチップ４ａ，４ｂとの間に個別に介在される電流調整部５ａ，５ｂと
を備え、電流調整部５ａ，５ｂは、各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂに流れる電流値が互いに略
等しい値となるように各々の抵抗値が設定されている。
【００２８】
　ＬＥＤチップ４ａ，４ｂは、例えば、ＩｎＧａＮ系、ＩｎＡｌＧａＮ系、ＧａＡｓ系、
ＧａＰ系等の赤色光～紫外光を放射するものが用いられ、本実施形態では、青色光を放射
するＧａＮ系を用いている。尚、本実施形態では、ＬＥＤチップを２つ用いているが、さ
らに多くのＬＥＤチップを設けるようにしてもよい。特に、ＬＥＤチップをｎ×ｎのマト
リクス状（例えば４個のＬＥＤチップを２行２列のマトリクス状）に配置したほうが光を
略等方的に放射できるため好ましい。
【００２９】
　パッケージ本体２は、セラミックスや合成樹脂等を用いて略直方体状に形成され、その
前面には、前方から後方に行くにつれて狭径となる略円柱状のＬＥＤチップ収納用の凹部
２ａが設けられている。また、パッケージ本体２の互いに並行する両外側面には、図示し
ない回路基板とＬＥＤチップ４ａ，４ｂとを電気的に接続するための一対の外部電極３ａ
，３ｂがそれぞれ設けられている。
【００３０】
　凹部２ａの底面には、ＬＥＤチップ４ａ，４ｂのカソード端子とそれぞれ電気的に接続
される一対のカソード電極（図示せず）が設けられており、この一対のカソード電極は、
ＮｉやＡｕ等からなる配線Ｌ１，Ｌ２を用いて、パッケージ本体２の外側面に設けられた
外部電極３ｂと電気的に接続されている。さらに、凹部２ａの底面には、ＬＥＤチップ４
ａ，４ｂのアノード端子とそれぞれ電気的に接続される一対のアノード電極（図示せず）
が設けられている。この一対のアノード電極は、ＮｉやＡｕ等からなる配線Ｌ３，Ｌ４を
用いて、パッケージ本体２の外側面に設けられた外部電極３ａと電気的に接続され、配線
Ｌ３，Ｌ４には、各々電流調整部５ａ，５ｂが介在されている。したがって、外部電極３
ａがアノード側、外部電極３ｂがカソード側となる。
【００３１】
　電流調整部５ａ，５ｂは、例えば、チップ抵抗器であって、その抵抗値は、各ＬＥＤチ
ップ４ａ，４ｂに流れる電流値が互いに略等しい値となるように設定されている。ここで
、各電流調整部５ａ，５ｂの抵抗値は、外部電極３ａ，３ｂ間の電位差と、予め測定して
おいた各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂの順方向電圧とによって決定される。例えば、外部電極
３ａ，３ｂ間の電位差をＶ、各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂの順方向電圧をＶａ，Ｖｂ、各電
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流調整部５ａ，５ｂの抵抗値をＲａ，Ｒｂとすると、Ｒａ：Ｒｂ＝Ｖ－Ｖａ：Ｖ－Ｖｂと
なるように、抵抗値Ｒａ，Ｒｂを設定すればよい。
【００３２】
　以上述べたパッケージ本体２に、ＬＥＤチップ４ａ，４ｂと、各ＬＥＤチップ４ａ，４
ｂの順方向電圧に応じて抵抗値が各々選択された電流調整部５ａ，５ｂとをそれぞれフリ
ップチップ実装や、ワイヤボンディング実装等によって実装することで、図１（ａ）に示
すように、電流調整部５ａ及びＬＥＤチップ４ａからなる直列回路と、電流調整部５ｂ及
びＬＥＤチップ４ｂからなる直列回路とが、一対の外部電極３ａ，３ｂ間に並列接続され
た発光装置１が得られる。
【００３３】
　そして、この発光装置１では電流調整部５ａ，５ｂの抵抗値を各ＬＥＤチップ４ａ，４
ｂに流れる電流値が互いに略等しい値となるように設定しているので、発光装置１に動作
電源を供給した際には、各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂで順方向電圧が異なっていたとしても
、各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂに略等しい値の電流を流すことが可能となる。
【００３４】
　以上述べた本実施形態の発光装置１によれば、一対の外部電極３ａ，３ｂ間に互いに順
方向に並列接続された状態でパッケージ本体２の凹部２ａの底面に２つのＬＥＤチップ４
ａ，４ｂが実装されているので、発光装置１を点灯させるのに必要な電圧を低くしながら
も、発光装置１の光出力を向上できるという効果を奏する。しかも、電流調整部５ａ，５
ｂによって、各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂに流れる電流値が互いに略等しい値となるように
しているので、各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂの電流及び温度が安定し、これにより各ＬＥＤ
チップ４ａ，４ｂの輝度が略等しくなって発光装置１の均斉度を向上できるという効果を
奏する。
【００３５】
　ところで、上記の例では、ＬＥＤチップ４ａ，４ｂと、各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂの順
方向電圧に応じて抵抗値が各々選択された電流調整部５ａ，５ｂとをパッケージ本体２に
実装するようにしているが、予め電流調整部５ａ，５ｂを実装しておいたパッケージ本体
２にＬＥＤチップ４ａ，４ｂを実装するようにしてもよい。この場合、実装された電流調
整部５ａ，５ｂの抵抗値が異なるパッケージ本体２を複数種類用意しておき、このような
パッケージ本体２の中からＬＥＤチップ４ａ，４ｂに最適なものを選択することで、各Ｌ
ＥＤチップ４ａ，４ｂに略等しい値の電流を流すことが可能となる。
【００３６】
　尚、本実施形態では、アノード側となる外部電極３ａと各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂとの
間に個別に電流調整部５ａ，５ｂを設けるようにしたが、カソード側となる外部電極３ｂ
と各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂとの間に個別に電流調整部５ａ，５ｂを設けるようにしても
よく、さらには、アノード側となる外部電極３ａとＬＥＤチップ４ａとの間に電流調整部
５ａを、カソード側となる外部電極３ｂとＬＥＤチップ４ｂとの間に電流調整部５ｂを設
けるようにしてもよい。つまるところ、外部電極３ａ，３ｂとＬＥＤチップ４ａ，４ｂと
の間に電流調整部５ａ，５ｂが個別に介在されていればよい。この点は、後述する実施形
態２～７においても同様である。
【００３７】
　また尚、パッケージ本体２の凹部２ａの内周面に、ＬＥＤチップ４ａ，４ｂの光を反射
するリフレクタ（図示せず）を設けてもよく、この他、パッケージ本体２の凹部２ａ内に
、各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂの光を拡散する光拡散部材（図示せず）や、ＬＥＤチップ４
ａ，４ｂの光を所定波長の光に変換する波長変換部材（図示せず）、ＬＥＤチップ４ａ，
４ｂを封止する封止材（図示せず）等を設けてもよい。さらに、パッケージ本体２の前面
に、ＬＥＤチップ４ａ，４ｂの光を集光する集光レンズや、広角レンズのような光学部材
を設けるようにしてもよい。この点は、後述する実施形態２～７においても同様である。
【００３８】
　（実施形態２）
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　本実施形態の発光装置１０は、パッケージ本体２０、特に電流調整部５０ａ，５０ｂの
構成に特徴があり、その他の構成は上記実施形態１と同様であるから、同様の構成につい
ては同一の符号を付して説明を省略する。
【００３９】
　本実施形態の発光装置１０は、図２（ｂ）に示すように、ＬＥＤチップ収納用の凹部２
０ａを有するパッケージ本体２０と、パッケージ本体２０の外面に設けられる一対の電極
３ａ，３ｂと、一対の電極３ａ，３ｂ間に互いに順方向に並列接続された状態で凹部２０
ａの底面に実装される複数（本実施形態では２つ）のＬＥＤチップ４ａ，４ｂと、片方の
電極３ａとＬＥＤチップ４ａ，４ｂとの間に個別に介在され、抵抗値を調整可能な電流調
整部５０ａ，５０ｂとを備えている。
【００４０】
　電流調整部５０ａは、外部電極３ａとＬＥＤチップ４ａのアノード端子との間に直列接
続された３つの抵抗Ｒ１～Ｒ３からなる直列回路６０ａと、該直列回路６０ａの抵抗Ｒ１
～Ｒ３を個別に短絡する抵抗値調整部７０ａとを備えている。ここで、抵抗値調整部７０
ａは、外部電極３ａと抵抗Ｒ１との間に接続された端子部Ｐ１と、抵抗Ｒ１と抵抗Ｒ２と
の間に接続された端子部Ｐ２と、抵抗Ｒ２と抵抗Ｒ３との間に接続された端子部Ｐ３と、
抵抗Ｒ３とＬＥＤチップ４ａのアノード端子との間に接続された端子部Ｐ４とで構成され
ている。そして、この抵抗調整部７０ａでは、端子部Ｐ１～Ｐ４をボンディングワイヤＷ
で接続することによって抵抗Ｒ１～Ｒ３を個別に短絡でき、これにより直列回路６０ａの
抵抗値（つまりは電流調整部５０ａの抵抗値）を調整できるようになっている。一方、電
流調整部５０ｂは、電流調整部５０ａと同様のものであり、外部電極３ａとＬＥＤチップ
４ｂのアノード端子との間に直列接続された３つの抵抗Ｒ４～Ｒ６からなる直列回路６０
ｂと、該直列回路６０ｂの抵抗Ｒ４～Ｒ６を個別に短絡する抵抗値調整部７０ｂとを備え
ている。ここで、抵抗値調整部７０ｂは、外部電極３ａと抵抗Ｒ４との間に接続された端
子部Ｐ５と、抵抗Ｒ４と抵抗Ｒ５との間に接続された端子部Ｐ６と、抵抗Ｒ５と抵抗Ｒ６
との間に接続された端子部Ｐ７と、抵抗Ｒ６とＬＥＤチップ４ｂのアノード端子との間に
接続された端子部Ｐ８とで構成されている。そして、この抵抗値調整部７０ｂでは、上記
抵抗値調整部７０ａ同様に、端子部Ｐ４～Ｐ８をボンディングワイヤＷで接続することに
よって、電流調整部５０ｂの抵抗値を調整できるようになっている。
【００４１】
　パッケージ本体２０は、図２（ｂ）に示すように、７枚のセラミックスシート（以下、
「シート」と略す）Ｓ１～Ｓ７を重ねて略直方体状に形成してなる多層構造のものであっ
て、その前面には、前方から後方に行くにつれて狭径となる略円柱状のＬＥＤチップ収納
用の凹部２０ａが設けられている。この凹部２０ａの底面（シートＳ３の前面）には、Ｌ
ＥＤチップ４ａ，４ｂのカソード端子とそれぞれ電気的に接続される一対のカソード電極
（図示せず）と、ＬＥＤチップ４ａ，４ｂのアノード端子とそれぞれ電気的に接続される
一対のアノード電極（図示せず）とが設けられている。また、パッケージ本体２０の互い
に並行する両外側面には、一対の外部電極３ａ，３ｂがそれぞれ設けられている。
【００４２】
　さらに、このパッケージ本体２０のシートＳ２には抵抗Ｒ１，Ｒ４、シートＳ４には抵
抗Ｒ２，Ｒ５、シートＳ６には抵抗Ｒ３，Ｒ６がそれぞれ設けられている。これにより抵
抗Ｒ１，Ｒ４と抵抗Ｒ２，Ｒ５と抵抗Ｒ３，Ｒ６とは、パッケージ本体２０の厚み方向に
おいて異なる位置に位置するとともに、パッケージ本体２０の厚み方向で重複しないよう
に、パッケージ本体２０に埋設されている。一方、シートＳ２～Ｓ７には、抵抗Ｒ１，Ｒ
４用の各一対のスルーホール２０ｂ，２０ｂが設けられ、シートＳ４～Ｓ７には、抵抗Ｒ
２，Ｒ５用の各一対のスルーホール２０ｃ，２０ｃが設けられ、シートＳ６，Ｓ７には、
抵抗Ｒ３，Ｒ６用の各一対のスルーホール２０ｄ，２０ｄが設けられている。これらスル
ーホール２０ｂ～２０ｄには、それぞれ導電性樹脂等が充填され、これにより各抵抗Ｒ１
～Ｒ６の端子部Ｐ１～Ｐ８がパッケージ本体２０の前面に露設される。このようにして抵
抗Ｒ１～Ｒ６、及び端子部Ｐ１～Ｐ８がパッケージ本体２０に埋設されている。
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【００４３】
　加えて、図２（ｂ）には示されていないが、これらシートＳ１～Ｓ７には、外部電極３
ａと一対のカソード電極（図示せず）との間に、電流調整部５０ａ，５０ｂを個別に接続
するための配線、及び外部電極３ｂと一対のアノード電極（図示せず）とを接続するため
の配線が設けられている。
【００４４】
　以上述べたパッケージ本体２０に、ＬＥＤチップ４ａ，４ｂをそれぞれフリップチップ
実装や、ワイヤボンディング実装等によって実装することで、図２（ａ）に示すように、
電流調整部５０ａ及びＬＥＤチップ４ａからなる直列回路と、電流調整部５０ｂ及びＬＥ
Ｄチップ４ｂからなる直列回路とが、一対の電極３ａ，３ｂ間に並列接続された発光装置
１０が得られる。
【００４５】
　このようにして得られた発光装置１０では、ＬＥＤチップ４ａに直列回路６０ａの抵抗
Ｒ１～Ｒ３、ＬＥＤチップ４ｂに直列回路６０ｂの抵抗Ｒ４～Ｒ６がそれぞれ直列接続さ
れており、このとき直列回路６０ａの抵抗値は抵抗Ｒ１～Ｒ３の合計値、直列回路６０ｂ
の抵抗値は抵抗Ｒ４～Ｒ６の合計値となっている。
【００４６】
　次に、電流調整部５０ａ，５０ｂにおける抵抗値の調整方法について説明する。まず、
この発光装置１０に動作電源を供給するとともに、図示しないプローブ（探針）等を用い
て各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂに流れる電流値を測定する。ここで、各ＬＥＤチップ４ａ，
４ｂに流れる電流値が互いに略等しい値であれば、次の調整を行うことなく作業を終了す
る。一方、各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂに流れる電流値が互いに略等しい値でなければ、こ
の測定結果に基づいて、抵抗値調整部７０ａの端子部Ｐ１～Ｐ４、抵抗値調整部７０ｂの
端子部Ｐ５～Ｐ８を選択的にボンディングワイヤＷで接続して所望の抵抗Ｒ１～Ｒ６を短
絡し、これにより、各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂに流れる電流値が互いに略等しい値となる
ように各直列回路６０ａ，６０ｂの抵抗値を調整する。例えば、端子部Ｐ５，Ｐ６をボン
ディングワイヤＷにて接続することで、電流調整部５０ｂの直列回路６０ｂの抵抗値が、
抵抗Ｒ５，Ｒ６の合計値となり、これによりＬＥＤチップ４ｂに流れる電流を大きくする
ことが可能となる。
【００４７】
　このように電流調整部５０ａ，５０ｂの抵抗値を抵抗値調整部７０ａ，７０ｂによって
調整することで、発光装置１０に動作電源を供給した際に各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂで順
方向電圧が異なっていたとしても、各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂに略等しい値の電流を流す
ことが可能となる。
【００４８】
　したがって、以上述べた本実施形態の発光装置１０によれば、上記実施形態１と同様の
効果に加えて、各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂに流れる電流の調整を容易に行うことができる
という効果を奏する。
【００４９】
　また、電流調整部５０ａ，５０ｂの抵抗Ｒ１～Ｒ６を、パッケージ本体２０の厚み方向
において異なる位置に位置するようにパッケージ本体２０に埋設しているので、発光装置
１０の実装密度の向上を（小型化）を図ることができるという効果を奏する。加えて、各
抵抗Ｒ１～Ｒ６の端子部Ｐ１～Ｐ８を、パッケージ本体２０の前面に露設しているので、
ボンディングワイヤＷによる接続を行い易くなるという効果を奏する。
【００５０】
　ところで、パッケージ本体としては、図２（ｂ）に示す例に限らず、例えば、図３（ａ
）に示すようなパッケージ本体２１を用いるようにしてもよい。
【００５１】
　パッケージ本体２１は、図３（ａ）に示すように、パッケージ本体２０と同様に、７枚
のシートＳ１～Ｓ７を重ねて略直方体状に形成してなる多層構造のものであって、その前
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面には、凹部２０ａと同形状の凹部２１ａが設けられている。この凹部２１ａの底面（シ
ートＳ３の前面）には、前記一対のカソード電極（図示せず）と、前記一対のアノード電
極（図示せず）とが設けられ、パッケージ本体２１の互いに並行する両外側面には、一対
の外部電極３ａ，３ｂがそれぞれ設けられている。
【００５２】
　さらに、このパッケージ本体２１のシートＳ６，Ｓ７には抵抗Ｒ４～Ｒ６、シートＳ３
，Ｓ４には抵抗Ｒ１～Ｒ３が埋設されており、これにより抵抗Ｒ１～Ｒ３と抵抗Ｒ４～Ｒ
６とがパッケージ本体２１の厚み方向において異なる位置に位置している。加えて、シー
トＳ６，Ｓ７において外部電極３ａ，３ｂが設けられていない側面には、それぞれスルー
ホール２１ｂ～２１ｄが１つずつ設けられている。また、シートＳ３，Ｓ４において外部
電極３ａ，３ｂが設けられていない側面には、それぞれスルーホール２１ｂ～２１ｄが１
つずつ設けられている。これらスルーホール２１ｂ～２１ｄには、それぞれ導電性樹脂等
が充填され、これにより各抵抗Ｒ１～Ｒ６の端子部Ｐ１～Ｐ８がパッケージ本体２１の前
面に露設される。このようにして抵抗Ｒ１～Ｒ６、及び端子部Ｐ１～Ｐ８がパッケージ本
体２１に埋設されている。
【００５３】
　加えて、図３（ａ）には示されていないが、これらシートＳ１～Ｓ７には、外部電極３
ａと一対のカソード電極（図示せず）との間に、電流調整部５０ａ，５０ｂを個別に接続
するための配線、及び外部電極３ｂと一対のアノード電極（図示せず）とを接続するため
の配線が設けられている。
【００５４】
　以上述べたパッケージ本体２１を採用すれば、上記のパッケージ本体２０とは異なり、
パッケージ本体の前面側から、ボンディングワイヤＷや端子部Ｐ１～Ｐ８が見え難くなり
、発光装置１０の美感を向上させることが可能となる。
【００５５】
　さらに、パッケージ本体としては、図２（ｂ）及び図３（ａ）に示す例に限らず、例え
ば、図３（ｂ）に示すようなパッケージ本体２２を用いるようにしてもよい。
【００５６】
　パッケージ本体２２は、図３（ｂ）に示すように、パッケージ本体２０と同様に、７枚
のシートＳ１～Ｓ７を重ねて略直方体状に形成してなる多層構造のものであって、その前
面には、凹部２０ａと同形状の凹部２２ａが設けられている。この凹部２２ａの底面（シ
ートＳ３の前面）には、前記一対のカソード電極（図示せず）と、前記一対のアノード電
極（図示せず）とが設けられ、パッケージ本体２２の互いに並行する両外側面には、一対
の外部電極３ａ，３ｂがそれぞれ設けられている。
【００５７】
　さらに、このパッケージ本体２２のシートＳ６，Ｓ７には抵抗Ｒ１～Ｒ３、及び抵抗Ｒ
４～Ｒ６が凹部２２ａを挟んで対向するようにして埋設されている。加えて、凹部２２ａ
においてシートＳ６，Ｓ７に対応する部位には、スルーホール２２ｂ～２２ｄが設けられ
ている。これらスルーホール２２ｂ～２２ｄには、それぞれ導電性樹脂等が充填され、こ
れにより各抵抗Ｒ１～Ｒ６の端子部Ｐ１～Ｐ８が凹部２２ａの内周面に露設される。この
ようにして抵抗Ｒ１～Ｒ６、及び端子部Ｐ１～Ｐ８がパッケージ本体２０に埋設されてい
る。
【００５８】
　加えて、図３（ｂ）には示されていないが、これらシートＳ１～Ｓ７には、外部電極３
ａと一対のカソード電極（図示せず）との間に、電流調整部５０ａ，５０ｂを個別に接続
するための配線、及び外部電極３ｂと一対のアノード電極（図示せず）とを接続するため
の配線が設けられている。
【００５９】
　以上述べたパッケージ本体２２を採用すれば、上記のパッケージ本体２０，２１とは異
なり、ボンディングワイヤＷがパッケージ本体の外面に位置しなくなるから、外的要因に
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よってボンディングワイヤＷが断線してしまうこと等が防止できて、ボンディングワイヤ
の保護を図ることが可能となる。この場合、凹部２２ａ内に樹脂を充填したり、凹部２２
ａを閉塞するようにレンズ等の光学部材や蛍光体を有する波長変換部材を配置することで
ボンディングワイヤのさらなる保護を図ることが可能となる。
【００６０】
　尚、抵抗Ｒ１～Ｒ６の抵抗値は、いずれも同じ値であっても、異なる値であってもよく
、用いるＬＥＤチップ４ａ，４ｂに応じて各抵抗Ｒ１～Ｒ６の抵抗値を適宜変更すればよ
い。また尚、電流調整部の直列回路を構成する抵抗の数も上記のような３つに限らず、さ
らに多くの抵抗を直列接続してもよいし、逆に２つの抵抗を直列接続したものとしてもよ
く、状況に応じて好適なものを用いればよい。この点は、後述する実施形態３～５につい
ても同様である。
【００６１】
　（実施形態３）
　本実施形態の発光装置１１は、パッケージ本体２３、特に電流調整部５１ａ，５１ｂの
構成に特徴があり、その他の構成は上記実施形態２と同様であるから、同様の構成につい
ては同一の符号を付して説明を省略する。
【００６２】
　本実施形態の電流調整部５１ａは、図４（ａ）に示すように、直列接続された３つの抵
抗Ｒ１～Ｒ３からなり、片方の外部電極３ａに一端（抵抗Ｒ１）が接続された直列回路６
１ａと、抵抗値調整部７１ａとを備えている。ここで、抵抗値調整部７１ａは、抵抗Ｒ１
と抵抗Ｒ２との間に接続された端子部Ｐ１と、抵抗Ｒ２と抵抗Ｒ３との間に接続された端
子部Ｐ２と、直列回路６１ａの末端となる抵抗Ｒ３の端部（抵抗Ｒ２と接続されていない
方の端部）に接続された端子部Ｐ３と、ＬＥＤチップ４ａのアノード端子に接続された端
子部Ｐ４とで構成されている。そして、この抵抗値調整部７１ａでは、端子部Ｐ１～Ｐ３
の中から端子部Ｐ４とボンディングワイヤＷにより接続する端子部を選択することによっ
て（直列回路６１ａの抵抗Ｒ１～Ｒ３の中からＬＥＤチップ４ａのアノード端子と接続す
る抵抗を選択することによって）、直列回路６１ａの抵抗値（つまりは電流調整部５１ａ
の抵抗値）を調整できるようになっている。また、電流調整部５１ｂは、電流調整部５１
ａと同様のものであり、直列接続された３つの抵抗Ｒ４～Ｒ６からなり、片方の外部電極
３ａに一端（抵抗Ｒ４）が接続された直列回路６１ｂと、抵抗値調整部７１ｂとを備えて
いる。ここで、抵抗値調整部７１ｂは、抵抗Ｒ４と抵抗Ｒ５との間に接続された端子部Ｐ
５と、抵抗Ｒ５と抵抗Ｒ６との間に接続された端子部Ｐ６と、直列回路６１ｂの末端とな
る抵抗Ｒ６の端部（抵抗Ｒ５と接続されていない方の端部）に接続された端子部Ｐ７と、
ＬＥＤチップ４ｂのアノード端子に接続された端子部Ｐ８とで構成されている。そして、
この抵抗値調整部７１ｂでは、上記抵抗値調整部７１ａ同様に、端子部Ｐ５～Ｐ７の中か
ら端子部Ｐ８とボンディングワイヤＷにより接続する端子部を選択することによって、電
流調整部６１の抵抗値を調整できるようになっている。
【００６３】
　パッケージ本体２３は、パッケージ本体２０と同様の構成を有しており、電流調整部５
０ａ，５０ｂの代わりに電流調整部５１ａ，５１ｂが設けられている点で上記実施形態２
と異なっている。この他、パッケージ本体２３としては、パッケージ本体２１，２２と同
様の構成を有するものとしてもよい。
【００６４】
　以上述べたパッケージ本体２３に、ＬＥＤチップ４ａ，４ｂをそれぞれフリップチップ
実装や、ワイヤボンディング実装等によって実装することで、図４（ａ）に示すように、
電流調整部５１ａ及びＬＥＤチップ４ａからなる直列回路と、電流調整部５１ｂ及びＬＥ
Ｄチップ４ｂからなる直列回路とが、一対の外部電極３ａ，３ｂ間に並列接続された発光
装置１１が得られる。
【００６５】
　次に電流調整部５１ａ，５１ｂにおける抵抗値の調整方法について説明する。まず、こ
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の発光装置１１に動作電源を供給するとともに、図示しないプローブ（探針）等を用いて
端子部Ｐ１～Ｐ３のうちいずれかと端子部Ｐ４、及び端子部Ｐ５～Ｐ７のうちいずれかと
端子部Ｐ８とをそれぞれ接続し、この状態で各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂに流れる電流値を
測定する。
【００６６】
　ここで、各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂに流れる電流値が互いに略等しい値であれば、次の
調整を行うことなく作業を終了する。一方、各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂに流れる電流値が
互いに略等しい値でなければ、この測定結果に基づいて、端子部Ｐ４，Ｐ８と接続する端
子部Ｐ１～Ｐ３，Ｐ５～Ｐ７を変更し、各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂに流れる電流値が互い
に略等しい値となる抵抗値が得られる組合せを探す。このようにして各ＬＥＤチップ４ａ
，４ｂに流れる電流値が互いに略等しい値となる組合せを見つけた後には、ボンディング
ワイヤＷを用いて端子部を接続する。例えば、電流調整部５１ａにおいては端子部Ｐ２，
Ｐ４、電流調整部５１ｂにおいては端子部Ｐ６，Ｐ８をそれぞれボンディングワイヤＷに
て接続することで、電流調整部５１ａの抵抗値が抵抗Ｒ１，Ｒ２の合計値、電流調整部５
１ｂの抵抗値が抵抗Ｒ４，Ｒ５の合計値となる。
【００６７】
　以上述べたように本実施形態の発光装置１１によれば、電流調整部５１ａ，５１ｂの抵
抗値を抵抗値調整部７１ａ，７１ｂによって調整することで、発光装置１１に動作電源を
供給した際に各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂで順方向電圧が異なっていたとしても、各ＬＥＤ
チップ４ａ，４ｂに略等しい値の電流を流すことが可能となるから、上記実施形態２と同
様の効果を奏する。
【００６８】
　尚、図４（ａ）に示す例では、電流調整部５１ａ，５１ｂの直列回路６１ａ，６１ｂを
外部電極３ａに接続し、直列回路６１ａ，６１ｂの抵抗Ｒ１～Ｒ３，Ｒ４～Ｒ６の中から
ＬＥＤチップ４ａ，４ｂのアノード端子に接続する抵抗を選択するようにしているが、電
流調整部５１ａ，５１ｂの直列回路６１ａ，６１ｂをＬＥＤチップ４ａ，４ｂのアノード
端子に接続し、直列回路６１ａ，６１ｂの抵抗Ｒ１～Ｒ３，Ｒ４～Ｒ６の中から外部電極
３ａに接続する抵抗を選択するようにしてもよい。
【００６９】
　（実施形態４）
　本実施形態の発光装置１２は、パッケージ本体２４、特に電流調整部５２ａ，５２ｂの
構成に特徴があり、その他の構成は上記実施形態２と同様であるから、同様の構成につい
ては同一の符号を付して説明を省略する。
【００７０】
　本実施形態の電流調整部５２ａは、図４（ｂ）に示すように、一端がＬＥＤチップ４ａ
のアノード端子にそれぞれ接続された３つの抵抗Ｒ１～Ｒ３からなる並列回路６２ａと、
抵抗値調整部７２ａとを備えている。ここで、抵抗値調整部７２ａは、抵抗Ｒ１～Ｒ３の
他端にそれぞれ接続された端子部Ｐ１～Ｐ３と、外部電極３ａに接続された端子部Ｐ４と
で構成されている。そして、この抵抗値調整部７２ａでは、端子部Ｐ１～Ｐ３の中から端
子部Ｐ４とボンディングワイヤＷにより接続する端子部を選択することによって（並列回
路６２ａの抵抗Ｒ１～Ｒ３の中から外部電極３ａと接続する抵抗を選択することによって
）、並列回路６２ａの抵抗値（つまりは電流調整部５２ａの抵抗値）を調整できるように
なっている。また、電流調整部５２ｂは、電流調整部５２ａと同様のものであり、一端が
ＬＥＤチップ４ｂのアノード端子にそれぞれ接続された３つの抵抗Ｒ４～Ｒ６からなる並
列回路６２ｂと、抵抗値調整部７２ｂとを備えている。ここで、抵抗値調整部７２ｂは、
抵抗Ｒ４～Ｒ６の他端にそれぞれ接続された端子部Ｐ５～Ｐ７と、外部電極３ａに接続さ
れた端子部Ｐ８とで構成されている。そして、この抵抗値調整部７２ｂでは、上記抵抗調
整部７２ａと同様に、端子部Ｐ５～Ｐ７の中から端子部Ｐ８とボンディングワイヤＷによ
り接続する端子部を選択することによって、電流調整部５２ｂの抵抗値を調整できるよう
になっている。
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【００７１】
　パッケージ本体２４は、パッケージ本体２０と同様の構成を有しており、電流調整部５
０ａ，５０ｂの代わりに電流調整部５２ａ，５２ｂが設けられている点で上記実施形態２
と異なっている。この他、パッケージ本体２４としては、パッケージ本体２１，２２と同
様の構成を有するものとしてもよい。
【００７２】
　以上述べたパッケージ本体２４に、ＬＥＤチップ４ａ，４ｂをそれぞれフリップチップ
実装や、ワイヤボンディング実装等によって実装することで、図４（ｂ）に示すように、
電流調整部５２ａ及びＬＥＤチップ４ａからなる直列回路と、電流調整部５２ｂ及びＬＥ
Ｄチップ４ｂからなる直列回路とが、一対の外部電極３ａ，３ｂ間に並列接続された発光
装置１２が得られる。
【００７３】
　次に電流調整部５２ａ，５２ｂにおける抵抗値の調整方法について説明する。まず、こ
の発光装置１２に動作電源を供給するとともに、図示しないプローブ（探針）等を用いて
端子部Ｐ１～Ｐ３のうちいずれかと端子部Ｐ４、及び端子部Ｐ５～Ｐ７のうちいずれかと
端子部Ｐ８とをそれぞれ接続し、この状態で各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂに流れる電流値を
測定する。
【００７４】
　ここで、各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂに流れる電流値が互いに略等しい値であれば、次の
調整を行うことなく作業を終了する。一方、各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂに流れる電流値が
互いに略等しい値でなければ、この測定結果に基づいて、端子部Ｐ４，Ｐ８と接続する端
子部Ｐ１～Ｐ３，Ｐ５～Ｐ７を変更し、各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂに流れる電流値が互い
に略等しい値となる抵抗値が得られる組合せを探す。このようにして各ＬＥＤチップ４ａ
，４ｂに流れる電流値が互いに略等しい値となる組合せを見つけた後には、ボンディング
ワイヤＷを用いて端子部を接続する。例えば、電流調整部５２ａにおいては端子部Ｐ２，
Ｐ４、電流調整部５２ｂにおいては端子部Ｐ６，Ｐ８をそれぞれボンディングワイヤＷに
て接続することで、電流調整部５２ａの抵抗値が抵抗Ｒ２の抵抗値、電流調整部５１ｂの
抵抗値が抵抗Ｒ５の抵抗値となる。
【００７５】
　以上述べたように本実施形態の発光装置１２によれば、電流調整部５２ａ，５２ｂの抵
抗値を抵抗値調整部７２ａ，７２ｂによって調整することで、発光装置１２に動作電源を
供給した際に各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂで順方向電圧が異なっていたとしても、各ＬＥＤ
チップ４ａ，４ｂに略等しい値の電流を流すことが可能となるから、上記実施形態２と同
様の効果を奏する。
【００７６】
　尚、図４（ｂ）に示す例では、電流調整部５２ａ，５２ｂの抵抗Ｒ１～Ｒ３，Ｒ４～Ｒ
６の一端をＬＥＤチップ４ａ，４ｂのアノード端子にそれぞれ接続し、これら抵抗Ｒ１～
Ｒ３，Ｒ４～Ｒ６の中から外部電極３ａに接続する抵抗を選択するようにしているが、電
流調整部５２ａ，５２ｂの抵抗Ｒ１～Ｒ３，Ｒ４～Ｒ６の一端を外部電極３ａにそれぞれ
接続し、抵抗Ｒ１～Ｒ３，Ｒ４～Ｒ６の中からＬＥＤチップ４ａ，４ｂのアノード端子に
接続する抵抗を選択するようにしてもよい。
【００７７】
　（実施形態５）
　本実施形態の発光装置１３は、パッケージ本体２５、特に電流調整部５３ａ，５３ｂの
構成に特徴があり、その他の構成は上記実施形態２と同様であるから、同様の構成につい
ては同一の符号を付して説明を省略する。
【００７８】
　本実施形態の電流調整部５３ａは、図５（ａ）に示すように、一端がＬＥＤチップ４ａ
のアノード端子にそれぞれ接続された３つの抵抗Ｒ１～Ｒ３からなる並列回路６３ａと、
抵抗値調整部７３ａとを備えている。ここで、抵抗値調整部７３ａは、抵抗Ｒ１～Ｒ３の
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他端にそれぞれ接続された端子部Ｐ１ａ～Ｐ３ａと、外部電極３ａにそれぞれ接続された
端子部Ｐ１ｂ～Ｐ３ｂとで構成され、端子部Ｐ１ａ，Ｐ１ｂ間、端子部Ｐ２ａ，Ｐ２ｂ間
、端子部Ｐ３ａ，Ｐ３ｂ間が各々ボンディングワイヤＷで接続されている。そして、この
抵抗値調整部７３ａでは、ボンディングワイヤＷを切断することによって（並列回路６３
ａにおいて通電を遮断する抵抗Ｒ１～Ｒ３を選択することによってへの通電を遮断するこ
とによって）、並列回路６３ａの抵抗値（つまりは電流調整部５３ａの抵抗値）を調整で
きるようになっている。また、電流調整部５３ｂは、一端がＬＥＤチップ４ｂのアノード
端子にそれぞれ接続された３つの抵抗Ｒ４～Ｒ６からなる並列回路６３ｂと、抵抗値調整
部７３ｂとを備えている。ここで、抵抗値調整部７３ｂは、抵抗Ｒ４～Ｒ６の他端にそれ
ぞれ接続された端子部Ｐ４ａ～Ｐ６ａと、外部電極３ａにそれぞれ接続された端子部Ｐ４
ｂ～Ｐ６ｂとで構成され、端子部Ｐ４ａ，Ｐ４ｂ間、端子部Ｐ５ａ，Ｐ５ｂ間、端子部Ｐ
６ａ，Ｐ６ｂ間が各々ボンディングワイヤＷで接続されている。そして、この抵抗値調整
部７３ｂでは、抵抗値調整部７３ａと同様に、ボンディングワイヤＷを切断することによ
って、電流調整部５３ｂの抵抗値を調整できるようになっている。
【００７９】
　パッケージ本体２５は、パッケージ本体２０と同様の構成を有しており、電流調整部５
０ａ，５０ｂの代わりに電流調整部５３ａ，５３ｂが設けられている点で上記実施形態２
と異なっている。この他、パッケージ本体２５としては、パッケージ本体２１，２２と同
様の構成を有するものとしてもよい。
【００８０】
　以上述べたパッケージ本体２５に、ＬＥＤチップ４ａ，４ｂをそれぞれフリップチップ
実装や、ワイヤボンディング実装等によって実装することで、図５（ａ）に示すように、
電流調整部５３ａ及びＬＥＤチップ４ａからなる直列回路と、電流調整部５３ｂ及びＬＥ
Ｄチップ４ｂからなる直列回路とが、一対の外部電極３ａ，３ｂ間に並列接続された発光
装置１３が得られる。
【００８１】
　次に、電流調整部５３ａ，５３ｂにおける抵抗値の調整方法について説明する。まず、
この発光装置１３に動作電源を供給するとともに、図示しないプローブ（探針）等を用い
て各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂに流れる電流値を測定する。ここで、各ＬＥＤチップ４ａ，
４ｂに流れる電流値が互いに略等しい値であれば、次の調整を行うことなく作業を終了す
る。一方、各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂに流れる電流値が互いに略等しい値でなければ、こ
の測定結果に基づいて、抵抗値調整部７３ａ及び抵抗値調整部７３ｂのボンディングワイ
ヤＷを選択的に切断して所望の抵抗Ｒ１～Ｒ６への通電を遮断し、これにより、各ＬＥＤ
チップ４ａ，４ｂに流れる電流値が互いに略等しい値となるように各並列回路６３ａ，６
３ｂの抵抗値を調整する。尚、図５（ａ）に示す例では、ボンディングワイヤＷを切断し
ない例を示している。
【００８２】
　以上述べたように本実施形態の発光装置１３によれば、電流調整部５３ａ，５３ｂの抵
抗値を抵抗値調整部７３ａ，７３ｂによって調整することで、発光装置１３に動作電源を
供給した際に各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂで順方向電圧が異なっていたとしても、各ＬＥＤ
チップ４ａ，４ｂに略等しい値の電流を流すことが可能となるから、上記実施形態２と同
様の効果を奏する。
【００８３】
　尚、図５（ａ）に示す例では、電流調整部５３ａ，５３ｂの抵抗Ｒ１～Ｒ３，Ｒ４～Ｒ
６の一端をＬＥＤチップ４ａ，４ｂのアノード端子にそれぞれ接続し、これら抵抗Ｒ１～
Ｒ３，Ｒ４～Ｒ６をボンディングワイヤＷにて予め外部電極３ａに接続するようにしてい
るが、電流調整部５３ａ，５３ｂの抵抗Ｒ１～Ｒ３，Ｒ４～Ｒ６の一端を外部電極３ａに
それぞれ接続し、抵抗Ｒ１～Ｒ３，Ｒ４～Ｒ６をボンディングワイヤＷにて予めＬＥＤチ
ップ４ａ，４ｂのアノード端子に接続するようにしてもよい。
【００８４】
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　ところで、図５（ａ）に示す例では、ボンディングワイヤＷを切断するようにしている
が、例えば、図５（ｂ）に示すように、パッケージ本体２６に設けた抵抗Ｒ１～Ｒ４をブ
レード（図示せず）で切断するようにしてもよい。
【００８５】
　図５（ｂ）に示す発光装置１４の回路構成は、図５（ａ）に示す発光装置１３と同様の
回路構成を有するものであるが、各電流調整部が外部電極３ａと各ＬＥＤチップ４ａ，４
ｂのアノード端子との間に並列接続された４つの抵抗からなる点で発光装置１３とは異な
っている。
【００８６】
　この発光装置１４のパッケージ本体２６は、図５（ｂ）に示すように、パッケージ本体
２０と同様に、７枚のシートＳ１～Ｓ７を重ねて略直方体状に形成してなる多層構造のも
のであって、その前面には、凹部２０ａと同形状の凹部２６ａが設けられている。この凹
部２６ａの底面（シートＳ３の前面）には、前記一対のカソード電極（図示せず）と、前
記一対のアノード電極（図示せず）とが設けられ、パッケージ本体２６の互いに並行する
両外側面には、一対の外部電極３ａ，３ｂがそれぞれ設けられている。
【００８７】
　さらに、このパッケージ本体２６の各シートＳ４～Ｓ７には、ＬＥＤチップ４ａ用の電
流調整部の各抵抗Ｒ１～Ｒ４がその厚み方向に重複するように設けられている。そして、
パッケージ本体２６には、抵抗Ｒ１～Ｒ４の一部を露出させるスリット２６ｂがパッケー
ジ本体２６の厚み方向に設けられている。この点は、ＬＥＤチップ４ｂ用の電流調整部に
おいても同様であるから説明を省略する。尚、図５（ｂ）には示されていないが、これら
シートＳ１～Ｓ７には、外部電極３ａと一対のカソード電極（図示せず）との間に、各電
流調整部を個別に接続するための配線、及び外部電極３ｂと一対のアノード電極（図示せ
ず）とを接続するための配線が設けられている。
【００８８】
　そして、この発光装置１４では、発光装置１３と同様の方法で各電流調整部の抵抗値を
調整するのであるが、発光装置１３ではボンディングワイヤＷの切断すること抵抗値の調
整を行っているのに対して、発光装置１４ではスリット２６ｂにブレード等を挿入して抵
抗を切断することによって抵抗値の調整を行う点で異なる。尚、図５（ｂ）では、抵抗Ｒ
１，Ｒ２をブレードで切断した例を示している。
【００８９】
　したがって、発光装置１４によれば、発光装置１３と同様の効果が得られる他、ブレー
ド等をスリット２６ｂに挿入するだけで抵抗への通電を遮断することが可能となるから、
発光装置１３のようにボンディングワイヤＷを逐次切断する場合に比べて調整作業の作業
性を向上できる。また、切断後のボンディングワイヤＷが残ることがないから、発光装置
の美感を向上できる。
【００９０】
　尚、図５（ｂ）に示す例では、抵抗を直接切断するようにしているが、抵抗の代わりに
抵抗と電気的に接続された配線をスリット２６ｂに露出させ、このような配線をブレード
で切断するようにしてもよい。
【００９１】
　（実施形態６）
　本実施形態の発光装置１５は、図６（ａ）に示すように、ＬＥＤチップ収納用の凹部（
図示せず）を有するパッケージ本体２７と、パッケージ本体２７の外面に設けられる一対
の外部電極３ａ，３ｂと、一対の外部電極３ａ，３ｂ間に互いに順方向に並列接続された
状態で凹部の底面に実装される２つのＬＥＤチップ４ａ，４ｂと、片方の外部電極３ａと
ＬＥＤチップ４ａ，４ｂとの間に個別に介在される電流調整部８ａ，８ｂとを備え、電流
調整部８ａ，８ｂは、各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂに流れる電流値が互いに略等しい値とな
るように各々の抵抗値が設定されている。尚、上記実施形態１と同様の構成については、
同一の符号を付して説明を省略する。
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【００９２】
　パッケージ本体２７は、セラミックス材料や合成樹脂材料を用いて略直方体状に形成さ
れ、その前面には、略円柱状の凹部（図示せず）が設けられている。また、パッケージ本
体２７の互いに並行する両外側面には、図示しない回路基板とＬＥＤチップ４ａ，４ｂと
を電気的に接続するための一対の外部電極３ａ，３ｂがそれぞれ設けられており、外部電
極３ａがアノード側、外部電極３ｂがカソード側として用いられる。
【００９３】
　凹部の底面には、ＬＥＤチップ４ａ，４ｂのカソード端子とそれぞれ電気的に接続され
る一対のカソード電極（図示せず）が設けられており、この図示しない一対のカソード電
極は、ＮｉやＡｕ等からなる配線Ｌ１，Ｌ２を用いて、パッケージ本体２７の外側面に設
けられた外部電極３ｂと電気的に接続されている。さらに、凹部の底面には、ＬＥＤチッ
プ４ａ，４ｂのアノード端子とそれぞれ電気的に接続される一対のアノード電極（図示せ
ず）が設けられている。この図示しない一対のアノード電極は、ＮｉやＡｕ等からなる配
線Ｌ３，Ｌ４を用いて、パッケージ本体２７の外側面に設けられた外部電極３ａと電気的
に接続され、上記の配線Ｌ３，Ｌ４には、各々電流調整部８ａ，８ｂが介在されている。
【００９４】
　電流調整部８ａ，８ｂは、レーザトリミングによって抵抗値が調整可能な所謂トリマブ
ルチップ抵抗器であって、その抵抗値は、各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂに流れる電流値が互
いに略等しい値となるように調整される。
【００９５】
　以上述べたパッケージ本体２７に、ＬＥＤチップ４ａ，４ｂをそれぞれフリップチップ
実装や、ワイヤボンディング実装等によって実装することで、図６（ａ）に示すように、
電流調整部８ａ及びＬＥＤチップ４ａからなる直列回路と、電流調整部８ｂ及びＬＥＤチ
ップ４ｂからなる直列回路とが、一対の外部電極３ａ，３ｂ間に並列接続された発光装置
１５が得られる。
【００９６】
　次に、電流調整部８ａ，８ｂにおける抵抗値の調整方法について説明する。まず、この
発光装置１５に動作電源を供給するとともに、図示しないプローブ（探針）等を用いて各
ＬＥＤチップ４ａ，４ｂに流れる電流値を測定する。ここで、各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂ
に流れる電流値が互いに略等しい値であれば、次の調整を行うことなく作業を終了する。
一方、各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂに流れる電流値が互いに略等しい値でなければ、この測
定結果に基づいて、電流調整部８ａ，８ｂをレーザトリミングすることによって、各ＬＥ
Ｄチップ４ａ，４ｂに流れる電流値が互いに略等しい値となるように電流調整部８ａ，８
ｂの抵抗値を調整する。
【００９７】
　このように電流調整部８ａ，８ｂの抵抗値をレーザトリミングによって調整することで
、各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂで順方向電圧が異なっていたとしても、各ＬＥＤチップ４ａ
，４ｂに略等しい値の電流を流すことが可能となる。
【００９８】
　したがって、以上述べた本実施形態の発光装置１５によれば、上記実施形態１と同様の
効果に加えて、各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂに流れる電流の調整を容易に行うことができる
という効果を奏する。
【００９９】
　（実施形態７）
　本実施形態の発光装置１６は、パッケージ本体２８、特に電流調整部９ａ，９ｂの構成
に特徴があり、その他の構成は上記実施形態１と同様であるから、同様の構成については
同一の符号を付して説明を省略する。
【０１００】
　本実施形態の発光装置１６は、図６（ｂ）に示すように、ＬＥＤチップ収納用の凹部２
８ａを有するパッケージ本体２８と、パッケージ本体２８の外面に設けられる一対の電極
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３ａ，３ｂと、一対の電極３ａ，３ｂ間に互いに順方向に並列接続された状態で凹部２８
ａの底面に実装される２つのＬＥＤチップ４ａ，４ｂと、片方の電極３ａとＬＥＤチップ
４ａとの接続用の配線からなる電流調整部９ａと、片方の電極３ａとＬＥＤチップ４ｂと
の接続用の配線からなる電流調整部９ｂとを備え、電流調整部９ａ，９ｂは、各ＬＥＤチ
ップ４ａ，４ｂに流れる電流値が互いに略等しい値となるように各々の抵抗値が設定され
ている。尚、上記実施形態１と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略す
る。また尚、図６（ｂ）において電流調整部９ａ，９ｂは、図面の簡略化のためにその一
部のみを図示している。
【０１０１】
　パッケージ本体２８は、図６（ｂ）に示すように、パッケージ本体２０と同様に、７枚
のシートＳ１～Ｓ７を重ねて略直方体状に形成してなる多層構造のものであって、その前
面には、凹部２０ａと同形状の凹部２８ａが設けられている。この凹部２８ａの底面（シ
ートＳ３の前面）には、ＬＥＤチップ４ａ，４ｂのカソード端子とそれぞれ電気的に接続
される一対のカソード電極（図示せず）と、ＬＥＤチップ４ａ，４ｂのアノード端子とそ
れぞれ電気的に接続される一対のアノード電極（図示せず）とが設けられている。また、
パッケージ本体２８の互いに並行する両外側面には、一対の外部電極３ａ，３ｂがそれぞ
れ設けられている。
【０１０２】
　さらに、シートＳ１～Ｓ７には、外部電極３ａと一対のカソード電極（図示せず）との
接続用の配線からなる電流調整部９ａ，９ｂが設けられるとともに、外部電極３ｂと一対
のアノード電極（図示せず）とを接続するための配線（図示せず）が設けられている。こ
こで、電流調整部９ａ，９ｂと、図示しない配線とは、ＮｉやＡｕ等の金属材料を用いて
形成されているが、パッケージ本体２８を構成するシートＳ１～Ｓ７と同じセラミックス
の粉末が混入されている。
【０１０３】
　電流調整部９ａ，９ｂは、上述したように、外部電極３ａと一対のカソード電極（図示
せず）との接続用の配線であって、本実施形態では、立体的に蛇行するように引き回すこ
とによってその経路長を長くしてあり、これにより各電流調整部９ａ，９ｂの抵抗値を、
各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂに流れる電流値が互いに略等しい値となるように調整している
。
【０１０４】
　以上述べたパッケージ本体２８に、ＬＥＤチップ４ａ，４ｂをフリップチップ実装や、
ワイヤボンディング実装等によって実装することで、図６（ｂ）に示すように、電流調整
部９ａ及びＬＥＤチップ４ａからなる直列回路と、電流調整部９ｂ及びＬＥＤチップ４ｂ
からなる直列回路とが、一対の外部電極３ａ，３ｂ間に並列接続された発光装置１６が得
られる。ここで、本実施形態では、予め電流調整部９ａ，９ｂの抵抗値が異なるパッケー
ジ本体２８を複数種類用意しておき、このようなパッケージ本体２８の中からＬＥＤチッ
プ４ａ，４ｂに最適なものを選択することで、各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂの電流値が略等
しい値となるようにしている。
【０１０５】
　このように、発光装置１６では、電流調整部９ａ，９ｂの抵抗値を各ＬＥＤチップ４ａ
，４ｂに流れる電流値が互いに略等しい値となるように設定しているので、発光装置１６
に動作電源を供給した際には、各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂで順方向電圧が異なっていたと
しても、各ＬＥＤチップ４ａ，４ｂに略等しい値の電流を流すことが可能となる。
【０１０６】
　以上述べた本実施形態の発光装置１６によれば、上記実施形態１と同様の効果を奏する
他、電流調整部９ａ，９ｂとしてチップ抵抗器等を用いなくて済むので、部品点数を削減
でき、製造コストを低減して安価な発光装置を提供できるという効果を奏する。
【０１０７】
　また、パッケージ本体２８を構成するシートＳ１～Ｓ７と同じセラミックスの粉末を電
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ｂの抵抗が増し、これにより電流調整部９ａ，９ｂとして用いる配線の経路長を短くでき
るという効果を奏する。しかも、セラミックス粉末を混入したことによって、電流調整部
９ａ，９ｂとパッケージ本体２８との間の熱伝導性が向上するから、電流調整部９ａ，９
ｂで発生した熱がパッケージ本体２８を介して効率良く放熱され、これにより電流調整部
９ａ，９ｂに熱が留まらなくなって、パッケージ温度の上昇を抑制できるという効果を奏
する。
【図面の簡単な説明】
【０１０８】
【図１】（ａ）は、実施形態１の発光装置の概略説明図であり、（ｂ）は、斜視図である
。
【図２】（ａ）は、実施形態２の発光装置の概略説明図であり、（ｂ）は、斜視図である
。
【図３】（ａ）は、他の発光装置の斜視図であり、（ｂ）は、他の発光装置の斜視図であ
る。
【図４】（ａ）は、実施形態３の発光装置の概略説明図であり、（ｂ）は、実施形態４の
発光装置の概略説明図である。
【図５】（ａ）は、実施形態５の発光装置の概略説明図であり、（ｂ）は、他の発光装置
の斜視図である。
【図６】（ａ）は、実施形態６の発光装置の概略説明図であり、（ｂ）は、実施形態７の
発光装置の斜視図である。
【図７】（ａ）は、従来例の発光装置の概略説明図であり、（ｂ）は、斜視図である。
【図８】（ａ）は、従来例の他の発光装置の概略説明図であり、（ｂ）は、斜視図である
。
【符号の説明】
【０１０９】
　　１　　発光装置
　　２　　パッケージ本体
　　２ａ　凹部
　　３ａ，３ｂ　電極
　　４ａ，４ｂ　ＬＥＤチップ
　　５ａ，５ｂ　電流調整部
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